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The method involves applying a thin metal film,(2) to a plastics substrate (1) to form contact sections (5) for active 
electronic components. The components are mounted in an opening (3) in the substrate and tested. The 
conductive trades and/or antenna coils are produced and resonant circuits are fine-tuned by laser trimming or 
mechanical machining of the metal film. An underlay or overlay cover film or layer is applied. 
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@ Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer Leiterbahnanordnung, insbesondere Antennenanordnung, 

fur eine kontaktlose oder kontaktlos- und kontaktbehaftete IC-Karte 
@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen ei- 
nes Moduls nnit einer Leitbahnanordnung, Insbesondere 
Antennenanordnung, fur eine kontaktlose oder kontaktlos 
und kontaktbehaftete IC-Karte. ErfindungsgemafS wird 
eine dunne metallische Folie groi^flachig auf die Oberfla- 
che eines Kunststofftragers aufgebracht, wobei der 
Kunststofftrager einen Teil eines IC-Kartenkorpers bildet. 
Die metallische Folie weist Kontaktabschnitte fur aktive 
elektronische Komponenten auf. Die aktlven elektroni- 
schen Komponenten werden in einer Offnung des Kunst- 
stofftragers montiert und es erfolgt ein Ausbilden der 
elektrlschen Kontaktverbindung mit den Kontaktabschnit- 
ten der Folie. Nach einem Funktionstest, d. h. einer Uber- 
prufung der Kontaktverbindung, wird am Ort des Final- 
produzenten die eigentliche Leitbahn- und/oder Anten- 
nenspulenstruktur erzeugt, wobei hierfur auf Lasertrim- 
mung oder mechanisches Abtragen von entsprechenden 
• Teilen der metallischen Folie zuruckgegriffen wird. Bei ei- 
ner weiteren Ausfuhrungsform ist eine Offnung nur im 
Kunststofftrager vorhanden und es wird in diese Offnung 
mit den Kontakten zur Ruckseite der metallischen Folie 
voran vorzugsweise ein Halbleiter-Chip eingesetzt. Nach 
entsprechender elektrischer Verblndung zwischen dem 
Halblelter-Chip und Kontaktgegenabschnitten auf der me- 
tallischen Folie kann dann, wiederum am Ort des Final- 
produzenten, die Leitbahnstrukturlerung und/oder Anten- 
nenanordnung durch Lasertrimmung oder mechanisches 
Abtragen erfotgen. Nach dem ... 
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Die Erfindung betriflft ein Verfahren zum Herstellen eines 
Moduls fur eine Leiterbahnanordnung, insbesondere Anten- 
nenanordnung, fur eine kontaktlose oder kontaktlos- und 
kontaktbehaflete IC-Karte. 

Bei kontaktlosen oder aber auch bei sogcnannten Kombi- 
Karlen wird die zur drahtlosen Infonnationsubertragung be- 
noligtc Antennenspule bisher durch Atzen einer Kupferfla- 
che auf einem TrSgermaterial erzeugt. Dariiber hinaus ist es 
bekannt, diinne Kupferdrahte in eine Kunststoffiragerfolie 
einzubelten oder durch Kleben mit der Oberflache des 
Kunststofiftragers zu verbinden. 

Problematisch ist in den oben genannten Fallen der her- 
stellungsseitige Aufwand, wobei beim Kanenherstelier 
selbst eine Mdglichkeit der Feinabstimmung der ausgebilde- 
ten Spule oder der Anderung des Layouts nicht mehr mog- 
lich ist. Schwierigkeiten bestehen dariiber hinaus im Hand- 
ling derartig vorkonfektionierter Halbfertigprodukte. 

Zum Abgleich von Dunnfilmwiderstanden, beispiels- 
weise angeordnel durch Abscheidung von Widersiandsma- 
terialien auf einem Keramiktrager, z. B. fur Hybridschalt- 
kreise, ist die Anwendung der Lasertrimmung bekannt. 
Hierbei wird unter gleichzeitiger Bestimmung des Wider- 
standswertes ein Laserstrahl mit der Oberflache der Diinn- 
filmbeschichtung zur Einwirkung gebracht deigesiali, daB 
durch sogenannie Cuts eine VerSnderung des Widerstands- 
wertes durch Materialablrag bis zum Erreichen des SoUwer- 
les erfolgl. 

Aus der DE 196 09 134 A 1 ist ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines DatenUragers mit einem elektronischen Modul be- 
kannt. Gem^ der dortigen L5sung umfaBt der Datenu^ger 
neben einem integrierten Schaltkreis ein mit diesem verbun- 
denes Kopplungselement, z. B. eine Antennenspule zur 
Kommunikation mit extemen Geraten. Verfahrensseitig 
wird zunachst ein Trager bereitgestellt, der zumindest teil- 
weise mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist. Im 
AnschluB daran erfolgt ein Herstellen des Kopplungsele- 
ments aus der leitenden Schicht durch Trennen, Entfemen 
Oder Umwandeln von Schichlmaterial mit beriihrend oder 
nichtberiihrend mechanisch wirkenden Mitteln. Nach die- 
sem Schrilt wird der integrierte Schaltkreis auf dem Imager 
angeordnel und ieitend mit dem Kopplungselement verbun- 
den. AbschlieBend erfolgt ein Abdecken des integrierten 
Schaldcreises mit einer TVagerschichl. Die leitende Schicht 
wird zum Herausarbeiten des Kopplungselements beispiels- 
weise mit einem Laser oder mit einem mechanischen Trenn- 
werkzeug bearbeitet. 

Aus dem Vorgenannten ist es Aufgabe der Erfindung, ein 
Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer Leiter- 
bahnanordnung, insbesondere Antennenanordnung, fur eine 
kontakdose oder kontaktlos- und kontaktbehafteie IC-Karte 
anzugeben, das es gestattet, in einfacher Weise Leitbahnen 
zu erzeugen und zu strukturieren und gleichzeitig eine \br- 
fenigung derart zu ermSglichen, dafi eiektronische Kompo- 
nenten. insbesondere Halbleiter-Chips oder sogenannie 
Chipmodule mit einem • KunststofiTu^ger verbunden wer- 
den konnen und elektrische Verbindungen zu einer Leiter- 
bahnschicht mit gepnifter Kontaktqualitat zur \^rftigung 
stehen. 

Weiterhin soli erfindungsgemaB auf der Basis des anzuge- 
benden Verfahrens eine Vorfertigung der Komponenten 
Kunststofftrager, aktive eiektronische Komponenten und 
Leiterbahn-, insbesondere Antennenanordnung, geschaffen 
werden, wobei beim Innalproduzenten die radgiiltige elek- 
trische Konfiguration, insbesondere die Antennenfeinab- 
stimmung, kostengunstig vorgenommen werden kann. 

Die L6sung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit einem 



Verfahren, wie es jeweils in den nebengeordneten Ansprii- 
chen 1 Oder 2 beschrieben isl. Die Unteranspriiche umfassen 
mindestens zweckmaBige Ausgestaliungen und Wdterbil- 
dungen der in den Anspriichen 1 und 2 angegebcnen Lehre. 
5 GemSB einer ersten verfahrensseitigen Umsctzung der Er- 
findung wird auf cinen an sich bekannten Kunststofftrager 
fur die Herstellung einer IC-Karte eine dunne raetallische 
Folie, z. B. durch Kaschieren aufgebrachl. Diese Folic weist 
bereits Kontaklabschnitte fur aktive eleku-onische Kompo- 
10 nenten, insbesondere einen Halbleiter-Chip oder ein Chip- 
modul auf. 

Im AnschluB daran wird in einem nachsten Schritl das 
Monlieren der aktiven elektronischen Komponenten so vor- 
genommen, daB elektrische Verbindungen zu den Kontakt- 
15 abschnitten der metallischen Folie hergestellt werden k6n- 
nen. In dem Falle, wenn sich die aktiven elektronischen 
Komponenten auf einem Modul befinden, weist das Modul 
Kontaklgegenabschnitte auf, die zu den Kontaktabschnitten 
der Folie mindestens teilweise uberdeckend ausgebildet 
20 sind. Ein auf dem Modul befindlicher Halbleiter-Chip wird 
in besonders bevorzugter Weise in einer OfFnung des Kunsi- 
stofftragers aufgenbmmen, so daB die Bauhdhe des IC-Kar- 
tenkorpers gering gehalten werden kann. 
Erganzend oder altemativ besteht die Moglichkeit, da8 
25 elekuische Verbindungen nicht nur zwischen den Kontakt- 
gegenabschnitten und den Kontaktabschnitten, sondem 
auch zwischen den StimflSchen des Halbleiter-Chips und 
den Offnungsseitenflachen des Kunststofflragers herstellbar 
sind. 

30 Die monderten elekuonischen Komponenten werden nun 
einem einfachen Funkdonstest hinsichtlich der Uberpriifung 
der Kontaktverbindung unterzogen und es erfolgt im An- 
schluB daran ein Erzeugen der Leilerbahn- oder Antennen- 
spulenanordnung sowie einer notwendig werdenden Reso- 
35 nanzkreis-Feinabstimmung durch Lasertrimmung oder 
duirch mechanisches Abtragen von entsprechenden Teilen 
6er metallischen Folie. Dieser Schritt wird aufgabengemaB 
vorzugsweise am Ort des Finalproduzcnten durch cine ge- 
eignete Trimmvorrichtung rcalisiert. 
40 Das so erhaltene Produkt wird dann In ublicher Weise mit 
einem Overlay bzw. Underlay, d. h. mit einer Deckfolie oder 
einer Deckschichl bzw. einer unteren Deckschicht stofiF- 
schliissig mechanisch verbunden, wobei bier auf bekannte 
Laminierlechniken zuriickgegriffen werden kann. 
45 Bei einer zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung besitzt 
die diinne metallische Folie keine Durchgangsoffnungen, 
sondem ist geschlossen groBflachig auf die Oberflache eines 
Kunstsioflftragers aufgebracht, wobei nur der Kunststofftra- 
ger Ofifhungen zur Aufhahme von aktiven elektronischen 
50 Komponenten, insbesondere Halbleiter-Chips umfaBt 

ErfindungsgemaB wird gemSB der zwdteo Ausfuhrungs- 
form ein Einselzen der aktiven elektronischen Komponen- 
ten mit deren Kontaktseiten hin zur Folienunterseite hinein 
in die Ofihung des Kunstslofftragers vorgenommen. 
55 Nach diesem Einbringen oder Einsetzen der aktiven elek- 
tronischen Komponenten in die Offnung des Kunststofiftra- 
gers mit dem 2Liel einer minimalen Dicke des letztendlich 
herzustellenden IC-Kartenkorpers werden elekuische Ver- 
bindungen zwischen entsprechenden Kontaktabschnitten 
60 der elekUionischen Komponenten mit der durch die Ofinung 
im Kunststofftrager freigelegten Unterseile der metallischen 
Folie durch lokal begrenztes L5ten oder deigleichen er- 
zeugt. 

Die bis dahin vorliegende dunne metallische Folie wird 
65 erst nach dem Einbringen der eldclronischen Komponen- 
te(n) und der elektrischen Verbindung zur Folie strukturiert, 
indem Leiterbahnen, isolierte Abschnitte und die eigentliche 
Antennenspulenstruktur durch Lasertrimmung oder media- 
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nisches Ablragen erzeugt wird. rungsbeispiel. 

DemgemaB kann ein Vorfertigen des Kunststofftragers GemaB Fig. 1 wird beim ersten Ausmhrungsbeispiel zu- 
mil elektnsch kontakuerten elektronischen Komponenlcn nachst von einem Kunstslofftrager 1 ausgegangen welcher 
erfolgcn, wobei erst am On des Finalproduzenten die ei- durchgSngig mit einer dilnnen, ca. 20 pm slarken metaUi- 
genthche Leiterbahn- bzw. Antennenspulenanordnung aus- 5 schen Folie 2, insbesondere aus Kupfer beschichtet ist Wie 
bildbar ist Durch den bis dahin gegebenen elektrischen in der Fig. lb dargestellt, werden in die so ausgebildete 
KurzschluB der elektronischen Komponenlen wird insbe- Sandwichsiruktur Offnungen 3 eingebrachl, die der Auf- 
sondere beim Einsatz von MOS-Halbleiter-Bauelementen nahme von elektronischen Komponenlen 4 (Fig. Ic) dienen 
«ne Zerstorung durch Einflusse statischer Aufladungen im Die melaUische FoUe 2 besitzt Kontaklabschnitte 5 die mit 
HersteUungs-, Transport- oder LagerungsprozeB ausge- lO Kontaktgegenabschnitten 6 elektnsch in Verbindung ge- 
schlossen. bracht werden. 

Die Verfahrensweise gemafi der zweiien Ausfuhrungs- Die in der Fig. 1 gezeigten elektronischen Komponenlen 
form ist insbesondere beim Einsatz von sogenannten CSP konnen beispielsweise einen Chiptrager 4.1 mil einem dar- 
(Chip-Size-Package)-Halbleiter-Bauelementen mit relativ auf befestigten Halbleiter-Chip 4.2 umfassen BeimEinset- 
groBflachigen Oberflachenkoniaklabschnitten vorteilhaft. 15 zen des Oiiptragers 4.1. der das Halbleiter-Chip 4.2 auf- 

Nach dem Erzeugen der Leiterbahn- oder Anlennenspu- nimml, quasi facedown in die Offhung 3 hinein gelangen die 
lenanordnung sowie dem HersteUen isolierter Abschnitte im Kontaklabschnitte 5 bzw. die Kontaktgegenabschnitle 6 in 
Bcreich zwischen den elektrischen Verbindungen sowie ei- Verbindung und konnen durch gezielles Aufbringen von 
ner Resonanzkreis-Feinabslimmung durch Lasenrimmung Warmeenergie verlotel oder durch Leitkleber verbunden 
Oder deigleichen, wird ein stoffschliissiges mechanisches 20 werden. 

V&rbinden des Halbfenigprodukles mil einer Overlay- und/ Nachdem ein Funktionstest der elektrischen Verbindun- 
oder Underiayschicht, d. h. mil einer oberen oder unteren gen vorgenommen wurde, erfolgt am On des Finalprodu- 
DeckfoUe, z. B. durch Laminieren vorgenommen. zenlen ein Strukturieren der melalUschen FoUe 2 zum Aus- 

Aus dem Vorgenannien isl ersichilich, daB erfindungswe- bilden von Leiterbahnen, insbesondere einer Antennenspu- 
senllich das Aufbnngen einer meiaUischen, dunnen Folie 25 lenanordnung und eine Resonanzkreis-Feinabstimmunc 
auf einen Kunstslofftrager ist, wobei leizterer einen Teii ei- vorzugsweise durch Lasenrimmung oder anderweitiges me- 
nes Kartenkorpers bildet. chanisches Abtragen von entsprechenden Teilen der metalii- 

Am On des Final- oder Fertigproduzenten kann dann die schen FoUe 2. Der ProzeB des TVimmens, d. h. das Abtragen 
eigenUiche Spulenanordnung nach Art einer Lasenrimmung von mctallischer Folie isl in der Fig. Id symbolisch darge- 
aus dem Metallfolienmaterial tierausgebrannt werden. Im 30 stellL 

GegensatzzumBekanntensindbeidembeschriebenenVer- Zum Feinabgleich kann auch ein Elektionenstrahl an- 
fahren Antennenanordnungen bis hin zum Gigahertzbereich stelle Laserlichts Venvendung finden. 
erzeugbar, wobei eine Antennenfeinabsiimmung zur Erzie- Erganzend zum Kontakuerschritt nach Fig. Ic besieht die 
lung opUmalerResonanzeigenschaften beim Finalproduzen- Moglichkeit des gezielten Ausbildens einer elektrischen 
ten mbglich wird 35 Verbindung zwischen den freiliegenden Stimflachen 2.1 der 

Das Handhng der nut der metalbschen Folie beschichte- melalUschen Folie 2 und entsprechenden gegenuberliegen- 
ten Kunstsioffu-agermaterialien ist unkritisch, wobei insbe- den Abschnitten des Halbleiler-Oiips 4.2, Insbesondere bei 
sondere im Vergleich zur bekannten. bereits fenigen Anten- einer derartigen elektrischen Kontaktiening wird eine ho- 
nenspulenanordnung durch dunne Kupferdrahte die Gefahr here Koniaktsicheiheit beim Einwirken von Biege- und son- 
von Beschadigungen reduzienist. 40 stigen Verwindungskraften im Gebrauch der IC-Karte er- 

Weiterhin ermoglicht das beschriebene Varfahrcn das reicht. 
Verbinden der melaliischen Folie mil aktiven elektronischen Dadurch, daB mit Ausnahme im Bereich der abgedeckten 
Komponenlen, msbesondere Halbleiler-Chips, so daB beim Kontaklabschnitte 5 durch die voUflachige Ausbildung der 
Finalproduzenten-ansonsten-crforderlich-werdende aufwen- -meialUschen-FoUe 2-nach Kontaktiening mit den aktiven 
dige technologische Schrilte entfallen konnen. Je nach An- 45 elektronischen Komponenlen 4 ein elekuischer KurzschluB 
wendungsfall wird beim Finalproduzenten lediglich die besteht, ist die Gefahr der Zerstoning von Halbleiter-Bau- 
Slniktunerung der Leiterbahn zum Ausbilden isolierter Ab- elementen auf der Basis von MOS-Schallungen durch slati- 
schnitteund/oder der Antennenspulenanordnung vorgenom- sche Aufladung oder dergleichen ausgeschlossen, so dafi 
men und es kann erne Handhabung der unveritappten Halb- weitere SchutzmaBnahmen entfallen kdnnen 
leiter-Chips entfallen. 50 Beim Ausfuhningsbeispiel nach F^. 2 wiid ein vorzugs- 

Durch die voigeschlagenen MaBnahmen kann quasi ein weise bereits Offnungen 3 aufweisender Kunststoffirager 1 
Standanlzwischenprodukt fur die Ausbildung von kontakt- mit einer melalUschen FoUe 2 versehen, die die erwahnlen 
los Oder kontaktlos-kontaklbehaftelen IC-Karten geschaffen Offnungen 3 uberdeckl. 

werden, dessen endgiildge FunktionaUtal durch das mittels Die aktiven elektronischen Komponenlen 4, im gezeigten 
Stmkiunening der Metallfolie voigenommene elektrische 55 Beispiel ein Halbleiter-Chip mil Oberflachenkonlakten 
Aktivieren festgelegt wird. Dadurch, daB die aktiven elek- werden mit diesen Kontakten voran in die Offnungen 3 ein- 
tronischen Komponenlen, insbesondere Halbieiter-CTiips gebracht, wobei die entsprechenden Kontakte, z. B inFonn 
mindestens teilweise in einer Offnung des Kunsistofftragers von sogenannten Kontakt-Bumps an die freiUegende Ruck- 
aufgenommen werden, isl eine angeslrebte minimale Dicke seite der melalUschen FoUe 2 zur Anlage kommen, Durch 
"^^Jj.^^'i^i^^ ^^'^ n^^* ^ Aufbringen von Wanneenei^ie wird dann eine elek- 

Die Erfindung soU anhand von Ausfuhrungsbeispielen so- trische Verbindung zwischen den Konlakt-Bumps, die z. B. 
wie unler Zuhilfenahme von Figuren nachstehend naher er- mil einem Lot versehen sind, und entsprechenden Abschnit- 
lautert werden. ton der metalUschen FoUe 2 vorgenommen. Die eigentUche 

Hierbei zeigen: elektrische Strukturiening der melalUschen Folie 2 erfolgt 

Fig. la bis d Darslellungen zur Erlautenjng des \ferfah- 65 erst am On des Fmalpioduzenten gemeinsam mil der Aus- 
rensablaufes bei einem ersten AusfUhnjngsbeispiel und bildung einer Leiterbahn- oder Antennenanordnung durch 

Fig, 2a bis c erne entsprechende DarsteUung zur Illusu^- Lasenrinunung oder mechanisches Abtragen von entsprc- 
tion des Verfahrensablaufes bei einem zwciten Ausfiih- chenden Bereichen der melalUschen FoUe 2, vwe dies mil 
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der Fig. 2c symbolisiert ist. 

Anstelle der erwahnten Lottechnik kann auch eine Kon- 
laktierung durch dosienes Aufbringen von Leitkleber im 
Bereich der enuptechenden Kontaktfiache heigestellt wer- 
den. 

Ebenso wie beim crsten Ausfuhrungsbeispiel bleibt das 
elektrisch kontaktiene Halbleiter-Bauelement kurzgeschlos- 
sen, so daB empfindliche MOS-Bauelemente im Lagerungs- 
und HandhabeprozeB auf dem Weg hin und beim Finalpro- 
duzenten vor statischen Enlladungen und damit Zerstorun- 
gen geschutzt sind. 

Das auf vorsiehende Weise geschaffene Siandardprodukt 
wird entsprechend den gewiinschien Funktionen erst beim 
Finalproduzenten aktiviert und quasi freigeschaltet, indem 
nicht nur die Anlennenanordnung fiir eine kontaktlose Karle 
erzeugi wird, sondeni auch isolierende Abschnitte auf der 
metallischen Folie im Bereich der Oberflachenkontakte der 
Halbieiter-Chips ausgebildet werden, so dafi das betreffende 
Halbleiter-Bauelement die gewiinschten elektrischen Funk- 
tionen erfiillen kann. 

Nachdem beim Finalproduzenten die Strukturierung der 
metallischen Folie im gewunschten MaBe voigenommen 
wurde, erfoigt ein Aufbringen von Deckfolien, d. h. die An- 
ordnung einer Overlay- und Underlayschicht, so daB sich 
die endgiiltige IC-Karte ausbildet. Zum Schutz der aktiven 25 
elektronischen Komponenten wird die Beschichtung auf der 
Ober- und Unterseile vorzugsweise durch minimal thermi- 
sches Laminieren vorgenommen. 
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Bezugszeichenliste 

1 KunststofftrMger 

2 metallische Folie 

3 Offhungen 

4 aktive eleku-onische Komponenten 

5 Kontaktabschnitte 

6 Kontaktgegenabschnitte 
2.1 Stimflachen 

4.1 Chiptrager 
4 J, Halbleiter-Chip 
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Patentanspriiche 

l.-Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer 
Leiterbahnanordnung, insbesondere Antennenanord- 45 
nung, fiir eine kontaktlose oder kontaktlos- und kon- 
taktbehaftete IC-Karle mil folgenden Schritten: 

- groBflachiges Aufbringen einer dunnen metalli- 
schen Folie auf die Oberflache eines KunststoflF- 
tragers, welcher einen Teil des IC-Kartenkorpws 50 
bildet, wobei die metallische Folie Kontaktab- 
schnitte filr aktive elektronische Komponenten 
aufweist; 

- Montieren einer aktiven elektronischen Kom- 
ponente in einer Ofifhung des Kunststofitragers 55 
sowie der metallischen Folie und Herstellen einer 
Kontaktverbindung mit den Kcmtaktabschnitten 
der metallischen Folie; 

- Funktionstesten der montierten elektronischen 
Komponente sowie Oberpriiftmg der Kontaktver- 60 
bindung; 

- Erzeugen der Leiterbahn- und/oder Antennen- 
spulenanordnung und Resonanzkreis-Feinabstim- 
mung durch Lasertrimmung oder mechanisches 
Abtragen von entsprechenden Teileo der metalli- 65 
schen Folie^ vorzugsweise am On des Finalprodu- 
zenten und 

- stof^hltissiges mechanisches Aufbringen ei- 



ner Underlay- und Overiay-Deckfolie oder -Deck- 
schichl, 

2. Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer 
Leiterbahnanordnung, insbesondere Anlennenanord- 
nung, f^r eine kontaktlose oder kontaktlos- und kon- 
laktbehaflete IC-Karte mit folgenden Schritten: 

- groBflachiges Aufbringen einer dunnen metalli- 
schen Folie auf die Oberflache eines Kunststoff- 
tragers, welcher einen Teil des IC-Kartenkorpers 
bildet; 

- Einsetzen von aktiven elektronischen Kompo- 
nenten, insbesondere Halbleiter-Chips, in eine 
Offnung des Kunststofflragers; 

- elektrisches Verbinden des Halbleitcr-Chips 
mit der durch die Offnung im Kunststof!br3ger 
freigelegten Seite der metallischen FoUe; 

- Erzeugen der Leiterbahn- und/oder Antennen- 
spulenanordnung sowie Herstellen isolierter Ab- 
schnitte im Bereich zwischen den elektrischen 
Verbindungen sowie Resonanzkreis-Feinabstim- 
mung durch Lasertrimmung oder mechanisches 
Abtragen von entsprechenden Teilen der metalli- 
schen Folie vorzugsweise am Ort des Fmalprodu- 
zenten und 

- stoffschlussiges mechanisches Aufbringen ei- 
ner Underiay- und Overiay-Deckfolie oder -Deck- 
schicht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnel, dafi als metallische Folie eine selbstklebende 
dunne, im wesentlichen 20 pm starke Kupferfolie ver- 
wendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zum Feinabgleich ein Elektronenstrahl 
zur Strukturierung der metallischen Folie oder einer 
entsprechenden metallischen Schicht verwendct wird. 

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die aktiven elek- 
tronischen Komponenten, insbesondere Halbleiter- 
Chips, Kontakt-Bumps zur Kontaktierung der dUnnen 
metallischen Folie aufweisen. 
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